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1.  平成24年5月期第2四半期の業績（平成23年6月1日～平成23年11月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年5月期第2四半期 23,366 △28.7 1,634 12.6 1,504 31.2 855 30.0
23年5月期第2四半期 32,773 38.1 1,451 3.4 1,146 153.6 657 361.2

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年5月期第2四半期 25.54 ―

23年5月期第2四半期 19.64 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年5月期第2四半期 70,013 51,927 74.2
23年5月期 74,609 51,485 69.0

（参考） 自己資本   24年5月期第2四半期  51,927百万円 23年5月期  51,485百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年5月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00

24年5月期 ― 12.00

24年5月期（予想） ― 12.00 24.00

3.  平成24年5月期の業績予想（平成23年6月1日～平成24年5月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 50,000 △16.0 2,500 1.4 2,200 8.5 1,200 17.8 35.84



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年5月期2Q 35,497,183 株 23年5月期 35,497,183 株

② 期末自己株式数 24年5月期2Q 2,014,838 株 23年5月期 2,014,746 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年5月期2Q 33,482,407 株 23年5月期2Q 33,483,076 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四
半期決算短信【添付資料】3ページ「(3) 業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、生産に持ち直しの動きが見られたものの、円高の進行や

世界的な景気減速などの影響により予断を許さない状況が続きました。 
当社の主な需要先であります半導体業界におきましては、東日本大震災後、サプライチェーンの復旧と

ともに生産に回復の動きが見られましたが、その後、半導体デバイス需要の悪化から一部で調整局面に入

るなど、後半は厳しい事業環境となりました。 
このような経営環境の中で当社は、経営全般にわたる徹底した合理化や効率化の推進、省電力対策の実

施など、総力を挙げて粘り強く業績の改善に取り組みました。 

当第２四半期累計期間の業績は、産商事業部の売上高が減少したことにより 233 億６千６百万円と前年

同四半期比 28.7％の減収となったものの、営業利益は 16 億３千４百万円（前年同四半期比 12.6％増）、経

常利益は 15 億４百万円（同 31.2％増）、四半期純利益は８億５千５百万円（同 30.0％増）と増益になりま

した。 

半導体事業部 

当事業部におきましては、主力の 300ｍｍウエハーの生産は概ね底堅く推移いたしましたが、後半の生

産には総じて減速感が見られました。 

産商事業部 

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みましたが、厳しい経済環

境を反映してその他の取扱商品において大幅な減収となりました。 

エンジニアリング事業部 

当事業部は開発部門としての役割に特化しつつ、産商事業部を通じた自社開発製品の販売活動を積極的

に展開いたしました。 

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間末における総資産は、現金及び預金の減少等により、前事業年度末と比較して 45

億９千５百万円減少し、700 億１千３百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の減少等により 50

億３千７百万円減少し、180 億８千６百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加４億５千３百

万円等により、519 億２千７百万円となりました。 

②キャッシュ･フローの状況 

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は 177 億２百万円となり、

前事業年度末に比べ 23 億４千９百万円の減少となりました。営業活動の結果使用した資金は５億９千３百

万円となりました。これは税引前四半期純利益 14 億７千６百万円、減価償却費 22 億３千７百万円等によ

る資金の増加があったものの、仕入債務の減少 29 億７千６百万円、法人税等の支払 10 億３千万円等があ

ったことによるものです。投資活動の結果使用した資金は 13 億４百万円となりました。これは主に有形固

定資産の取得による支出 12 億６千９百万円によるものです。財務活動の結果使用した資金は４億５千１百

万円となりました。これは配当金の支払４億１百万円等があったことによるものです。 
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(3) 業績予想に関する定性的情報 

平成 24 年５月期の業績予想につきましては、平成 23 年９月 29 日に公表いたしました業績予想に変更は

ございません。 
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２．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年５月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,051 17,702

受取手形及び売掛金 18,620 17,456

商品及び製品 154 202

仕掛品 374 583

原材料及び貯蔵品 911 913

その他 1,003 1,730

貸倒引当金 △20 △17

流動資産合計 41,096 38,571

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 15,453 14,748

その他（純額） 14,113 13,061

有形固定資産合計 29,567 27,810

無形固定資産 1,625 1,452

投資その他の資産 2,320 2,179

固定資産合計 33,512 31,442

資産合計 74,609 70,013

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,550 13,114

短期借入金 100 100

未払法人税等 1,087 504

引当金 95 37

その他 3,369 2,438

流動負債合計 21,201 16,195

固定負債   

長期借入金 350 300

退職給付引当金 1,383 1,403

その他 188 187

固定負債合計 1,922 1,890

負債合計 23,123 18,086

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,824 18,824

資本剰余金 18,778 18,778

利益剰余金 17,314 17,767

自己株式 △3,409 △3,409

株主資本合計 51,507 51,960

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △21 △33

評価・換算差額等合計 △21 △33

純資産合計 51,485 51,927

負債純資産合計 74,609 70,013
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(2) 四半期損益計算書 
  第２四半期累計期間 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 32,773 23,366

売上原価 30,038 20,456

売上総利益 2,735 2,909

販売費及び一般管理費 1,283 1,275

営業利益 1,451 1,634

営業外収益   

受取利息 2 3

受取配当金 1 2

その他 50 11

営業外収益合計 54 17

営業外費用   

支払利息 0 1

為替差損 43 27

設備休止費用 279 84

その他 36 34

営業外費用合計 359 147

経常利益 1,146 1,504

特別利益   

固定資産売却益 2 0

貸倒引当金戻入額 20 －

特別利益合計 23 0

特別損失   

固定資産売却損 30 0

固定資産除却損 11 24

減損損失 3 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9 －

災害による損失 － 2

特別損失合計 55 27

税引前四半期純利益 1,114 1,476

法人税、住民税及び事業税 481 454

法人税等調整額 △24 167

法人税等合計 456 621

四半期純利益 657 855
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 1,114 1,476

減価償却費 2,642 2,237

減損損失 3 －

受取利息及び受取配当金 △3 △5

支払利息 0 1

為替差損益（△は益） 0 0

売上債権の増減額（△は増加） △1,583 1,164

たな卸資産の増減額（△は増加） 55 △258

仕入債務の増減額（△は減少） △223 △2,976

その他 169 △1,201

小計 2,174 439

利息及び配当金の受取額 4 4

利息の支払額 △0 △1

法人税等の支払額 △159 △1,030

法人税等の還付額 450 －

災害損失の支払額 － △5

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,469 △593

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,586 △1,269

有形固定資産の売却による収入 3 0

無形固定資産の取得による支出 △52 △24

その他 △14 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,649 △1,304

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 500 －

長期借入金の返済による支出 △50 △50

配当金の支払額 △401 △401

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 48 △451

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △131 △2,349

現金及び現金同等物の期首残高 14,521 20,051

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,390 17,702
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

報告セグメントごとの売上高に関する情報 

前第２四半期累計期間（自 平成 22 年６月１日 至 平成 22 年 11 月 30 日） 
（単位：百万円）  

 
報告セグメント 

 
半導体事業部 産商事業部 

エンジニア 

リング事業部
計 

調整額 
四半期 

損益計算書
計上額 

売上高       

外部顧客への売上高 15,087 17,524 161 32,773 ― 32,773

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

4 ― 834 839 △839 ―

合計 15,091 17,524 996 33,612 △839 32,773

 

当第２四半期累計期間（自 平成 23 年６月１日 至 平成 23 年 11 月 30 日） 
（単位：百万円）  

 
報告セグメント 

 
半導体事業部 産商事業部 

エンジニア 

リング事業部
計 

調整額 
四半期 

損益計算書
計上額 

売上高       

外部顧客への売上高 13,881 9,484 ― 23,366 ― 23,366

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

3 ― 542 546 △546 ―

合計 13,884 9,484 542 23,912 △546 23,366

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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